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(54) Vorrichtung zum Zentrieren von Halbleiterscheiben

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zentrieren von Halbleiterscheiben. Ziel und Aufgabenstellung der
Erfindung besteht darin, durch einen schwingungs- und reibungsfreien Zentriervorgang bei Einrichtung zur
Herstellung von Halbleiterbauelementen diese Einrichtung dkonomischer, glinstiger und mit verbesserten
Gebrauchswerteigenschaften herzustellen. GemaR der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daR im Anschlufd an
herkdmmliche Transportsysteme eine Kombination pneumatischer und mechanischer Mittel derart angeordnet ist,
daR durch in einer Reihe angeordneter Luftaustrittsffnungen ein Kipplager realisiert wird, auf dem eine
Halbleiterscheibe, durch das Transportsystem geschoben, auf eine Antriebsrolle kippt und sich dabei vom
Transportsystem I8st und von der Antriebsrolle in eine Anordnung von Anschlagen gezogen bzw. geschwenkt wird
und damit zentriert ist. Fig. 1
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Erfindungsanspruch:

Vorrichtung zum Zentrieren von Halbleiterscheiben, die hinter Transportsystemen mit kontinuierlichen Transportvorgéngen
angeordnet ist und eine Planflache mit Luftaustrittsdiisen sowie eine drehbar gelagerte Antriebsrolle aufweist und mit ortsfesten
Anschligen versehen ist, gekennzeichnet dadurch, da in einem Abstand vom in Transportrichtung liegenden Ende des
Transportsystems (1), der kieiner als der halbe Durchmesser der Halbleiterscheiben (2) ist, rechtwinklig zur Transportrichtung
auf einer Geraden die Luftaustrittsdffnungen (3) in der Planflache (4) symmetrisch zur gedachten Mittellinie des
Transportsystems (1) angeordnet sind, wobei sich die Planflache {4) in der Ebene beziehungsweise wenige Zehntel Millimeter
darunter befindet, in der der Transport stattfindet (Transportebene), und daf unter einer gedachten Parallelen zu der Geraden
der Luftaustrittsdffnungen (3) mit einem Abstand von dieser, der hochstens gleich dem halben Durchmesser der
Halbleiterscheibe ist, die Drehachse (5) der Antriebsrolle {6) so angeordnet ist, daf sich die Antriebsrolle (8) im wesentlichen
unter der Transportebene befindet und nur die hochste Erhebung des Rollenumfanges {iber die Transportebene hinausragt
und die Drehebene der Antriebsrolle (6) senkrecht auf und langs der gedachten Mittellinie des Transportsystems (1) steht und
daR auf der gedachten Parallelen Anschlagspunkte (8) von zwei symmetrisch zur Mittellinie des Transportsystems (1)
angeordneten Hauptanschlagen (9) liegen, deren Abstand voneinander héchstens gleich dem mit einer maximal zulassigen
Toleranz bewerteten Durchmesser der Halbleiterscheibe ist, und daf bei Verwendung von Halbleiterscheiben mit einer oder
mehreren Fasenanschnitten mindestens zwei weitere Anschldge (10}, deren Anschlagspunkte auf einem gedachten Kreisbogen
vom Durchmesser einer Halbleiterscheibe, der die beiden Hauptanschidge (9) beriihrt, zwischen den beiden Hauptanschlégen
{9) liegen, angeordnet sind, und daf alle Anschlége (9, 10) Gber die Planflache {4) hinausstehen.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung kann {iberall dort Anwendung finden, wo es darauf ankommt, scheibenférmige Objekte, vorzugsweise runde
oder im wesentlichen runde Scheiben bezglich eines Mittelpunktes zu zentrieren.

Insbesondere findet die Erfindung in Einrichtungen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen Anwendung, um dabei
Halbleiterscheiben fiir nachfolgende Bearbeitungsschritte beziiglich ihres Mittelpunktes zu zentrieren.

Beschreibung des Standes der Technik .

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen ist es erforderlich, Halbleiterscheiben fur verschiedene Bearbeitungsschritte,
wie z.B. Reinigen oder Lackbeschichten, in die Bearbeitungsstationen in einem zentrierten Zustand, d. h. beziiglich ihres
_Mittelpunktes vorpositioniert, zu Ubernehmen.
Dem Zentrieren vorgelagert sind meist Transportprozesse. So werden beispielsweise die Halbleiterscheiben aus Magazinen in
die Zentrierstation transportiert. Dabei besteht die Moglichkeit, die Scheiben mittels Hubbalkensystemen; wie z.B. in WP 131468
beschrieben, zu transportieren. Bei derartigen Transportsystemen handelt es sich um einen diskontinuierlichen Transport,
wodurch sich die Halbleiterscheibe am Ende des Transportvorganges in einer Ruhelage befindet und damit keine Dynamik
mehr vorliegt und wobei sich das Transportsystem selbst von der Scheibe entkoppelt. Damit kann ein selbsténdiger
Zentriervorgang eingeleitet werden.
Es ist bekannt, derartige Zentriervorgange z.B. mechanisch vorzunehmen, indem eine Zange die Halbleiterscheibe in die  _
erforderliche Lage driickt. Nachteilig ist dabei, daR es zu mechanischen Beschadigungen der Scheibe oder daraufaufgebrachter
Schichten kommen kann.
Es ist weiterhin bekannt, den Zentriervorgang pneumatisch vorzunehmen. Dabei wird Luft in geeigneter Weise unter die
Scheibe geblasen, so daR diese gegen Anschiige gleitet. Dabei ist nachteilig, daB es infolge der geringen Reibung des
Luftpoisters zu einem Prelien der Scheibe an den Anschldgen kommt, so daR ein Schwingungsvorgang erzeugt wird, der
infolge fehlender Dampfung eine lange Beruhigungszeit oder ein Stoppen erfordert, was sich nachteilig auf die Produktivitat
der Einrichtungen oder deren Partikelfreiheit auswirkt.
Bei dem Einsatz von anderen Transportsystemen ist der Zentriervorgang bei Einhaltung der fiir die Halbleiterherstellung
notwendigen Bedingungen, wie z.B. der Staubfreiheit, nicht mehr ohne weiteres mit den oben beschriebenen Mitteln
durchfiihrbar. ‘
Findet beispielsweise ein Antrieb mittels Gummibandern oder langgestreckten Rundringen statt, wie 2.B. in dem US-Patent
3.902.615 bzw. 3.972424 beschrieben, ist es notwendig, einen Schlupf zwischen Halbleiterscheibe und Transportsystem zu
vermeiden, da dabei Abriebpartikel erzeugt wiirden. Die o.g. Zentriereinrichtungen weisen die genannten Nachteite auf und
geniigen aulerdem dieser Aufgabe nicht.
Fir die Lésung eines anderen technischen Problems ist eine Vorrichtung zur Winkel- und Lageausrichtung
kreisscheibenférmiger Objekte, wie in WP 130606 beschrieben, bekannt, die eine Kombination von mechanischen und
pneumatischen Mitteln beinhaltet. Obwohl eine derartige Vorrichtung nicht auf die vorliegende Problemsteliung Ubertragen
werden kann, wird dabei bereits eine Halbleiterscheibe mit im wesentlichen mechanischen Mitteln bewegt, wobei diese auf
einem Luftpolster gelagert ist, um damit eine Reibung nahezu auszuschalten. Mit dieser Lésung wird ersichtlich, da bei
shnlichen technischen Sachverhalten eine Kombination von mechanischen und pneumnatischen Mitteln die gegenseitigen
Nachteile kompensiert.

Ziel der Erfindung

Es ist Ziel der Erfindung, mit einer Vorrichtung zum Zentrieren von Halbleiterscheiben den Einsatz schneller und kostengiinstiger
Transportsysteme zu ermdglichen, um damit die Herstellung von Ausriistungen der Halbleiterindustrie Skonomischer zu
gestalten und deren Gebrauchswerteigenschaften infolge besserer Ausbeutemdglichkeiten durch erhéhte Partikeleinheit
gesteigert werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Zentrieren von Halbleiterscheiben zu schaffen, die unter
Ausnutzung einer Kombination von pneumatischen und mechanischen Mitteln eine Entkopplung von vorangehenden
Transportprozessen ermdglicht und einen im wesentlichen schwingungsfreien Zentriervorgang gewéhrleistet und durch die
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mechanische Reibungen und damit verbundene Partikelerzeugung beim Entkoppeln und Zentrieren vermieden werden.
GemaR der Erfindung wird die Aufgabe dadurch geldst, daB sich in Transportrichtung im AnschluB an das Transportsystern in
Hohe der Transportebene beziehungsweise wenige Zehntel Millimeter darunter eine Planfliche befindet, in welcher
Luftaustrittséffnungen, eine Antriebsrolle und Anschlage angeordnet sind. ‘

Die Luftaustrittséffnungen sind so in die Planflache eingebracht, daf sie auf mindestens einer Geraden hintereinander liegen.
Die Geraden liegen dabei in einem Abstand von dem in Transportrichtung liegenden Ende des Transportsystems, der kieiner
ist als der halbe Durchmesser der zu verarbeitenden Halbleiterscheiben und bildet mit der Transportrichtung einen rechten
Winkel.

Denkt man sich die Mittellinie des Transportsystems {iber dessen genanntes Ende hinaus fortgesetzt, so liegen die
Luftaustrittséffnungen auf der Geraden symmetrisch zu dieser Mittellinie. Dabei wird vorausgesetzt, daf’ die Mittellinie und die
Transportrichtung parallel verlaufen.

Denkt man sich weiter zu der Geraden der Luftaustrittsdffnungen eine Parallele in einem Abstand in Transportrichtung, der
héchstens gleich dem halben Durchmesser der zu verwendenden Halbleiterscheiben ist, so ist unter dieser Parallelen eine
Drehachse einer Antriebsrolle angeordnet. Die Anordnung erfolgt dabei so, daR sich die Antriebsrolle im wesentlichen unter
der Planflache bzw. unter der Transportebene befindet und nur der hchste Punkt des Rollenumfanges liber die Transportebene
hinausragt. Die Drehebene, in der sich die Antriebsrolle mit ihrem wirksamen Umfang (gréfter Umfang und damit groRte
Erhebung) dreht, steht senkrecht auf der Mittellinie des Transportsystems und verlduft langs dazu.

Auf der o.g. Parallelen, unter der die Drehachse der Antriebsrolle liegt, befinden sich die Anschlagspunkte von zwei
Hauptanschldgen derart, dal diese beiderseits der Mittellinie des Transportsystems symmetrisch liegen. Der Abstand zwischen
diesen Hauptanschldgen, zumindest jedoch der Abstand zwischen ihren Anschlagspunkten ist hochstens gleich dem mit einer
maximal zuldssigen Toleranz behafteten Durchmesser der Halbleiterscheibe.

Bei der Halbleiterherstellung ist es tblich, zur genauen Kennzeichnung der Winkellage der Halbleiterscheiben an deren Umfang
Fasenanschnitte anzubringen, das heiRt danach ergeben sich Halbleiterscheiben, deren Umfang nicht mehr ganz rund ist.
Finden solche Halbleiterscheiben Anwendung, d. h. sind diese mit der erfindungsgeméaRen Vorrichtung zu zentrieren, werden
mindestens zwei weitere Anschlége vorgesehen, deren Anschlagspunkte auf einem gedachten Kreisbogen vom Durchmesser
einer Halbleiterscheibe, der die beiden Hauptanschiége in ihren Anschlagspunkten berihrt, liegen und die zwischen den
beiden Hauptanschlagen angeordnet sind.

Um der Anschlagsfunktion nachzukommen, d.h. daf die Halbleiterscheiben in der Funktion auch tatsichlich an die Anschlage
anstolRen und damit zentriert werden, ragen diese liber die Transportebene und damit (iber die Planfliche hinaus.

Die Funktion der erfindungsgemaRen Vorrichtung soll nachfolgend erl3utert werden.

Es wird davon ausgegangen, daR die Halbleiterscheiben auf dem Transportsystem transportiert werden, wobei sie beziiglich
der Mittellinie des Transportsystems verschiedene Lagen einnehmen kénnen, d. h. sie liegen mit ihrem Mittelpunkt rechts oder
links oder auf (Ausnahmefall) der Mittellinie des Transportsystems. . ‘

Die Halbleiterscheibe Giberfahrt dann mitihrem in Transportrichtung liegenden vordersten Punkt das Ende des Transportsystems
und wird Gber die Reihe der Luftaustrittséffnungen geschoben. Da aus diesen Luft ausgeblasen wird, gleitet die Halbleiterscheibe
auf ein Luftpolster. Durch die linienfdrmige Anordnung der Luftaustrittséffnungen wirkt dieses Luftpolster als pneumatisches
Kipplager. Das bedeutet, da3 die Halbleiterscheibe durch das Luftpolster angehoben wird und auf diesem reibungsfrei, durch
das Transportsystem geschoben, gleitet.

Uberschreitet dabei der Mittelpunkt der Halbleiterscheibe die Linie der Luftaustrittséffnungen, kippt diese auf dem
pneumatischen Kipplager und erhalt dadurch mit ihrem in Transportrichtung liegenden vorderen Teil KraftschluR mit der
Antriebsroile. Gleichzeitig 16st sich ihr hinterer Teil vom Transportsystem. Damit ist sie reibungsfrei vom Transportsystem
entkoppelt. Nunmehr zieht die Antriebsrolle die Halbleiterscheibe, welche wiederum auf dem Luftpolster gleitet, weiter.

Liegt die Halbleiterscheibe, wie bereits dargestellt, auBerhalb der Mittellinie des Transportsystems, so berlihrt nunmehr ein
Punkt der Halbleiterscheibe einen Anschlagspunkt eines der beiden Hauptanschlage. Somit entsteht ein Drehmoment zwischen
diesem Anschiagspunkt und dem Ber{ihrungspunkt der Antriebsrolle.

Durch die Ausgestaltung, daR der Berlihrungspunkt der Antriebsrolle mit den Anschlagspunkten auf einer Linie liegen, werden
unerwiinschte Relativbewegungen im Berithrungspunkt der Antriebsrolle, der in praxi nie punktférmig sein wird, vermieden.
Somit wird die Halbleiterscheibe in der Transportebene in Richtung des anderen Hauptanschlages reibungsfrei eingeschwenkt.
Bertihrt die Halbleiterscheibe den anderen Hauptanschlag oder bei Verwendung von Halbleiterscheiben mit Fasenanschnitten
wenigstens zwei andere Anschlagspunkte, ist der Zentriervorgang beendet und die Antriebsfunktion der Antriebsrolle wird
aufgehoben.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausflihrungsbeispiels niher erliutert werden. In den Zeichnungen zeigt
Fig.1: einen Querschnitt durch die erfindungsgemaRe Vorrichtung
Fig.2: eine Draufsicht auf die erfindungsgeméaRe Vorrichtung mit schematisch dargesteliter Lage der Halbleiterscheiben und
Fig.3: eine schematische Darstellung der Halbleiterscheiben wihrend des Zentriervorganges im Querschnitt
Auf einem Transportsystem 1 werden Halbleiterscheiben 2 von der vorangehenden nicht naher dargestellten

* Bearbeitungsposition in Transportrichtung transportiert. In einem Abstand vom in Transportrichtung liegenden Ende des
Transportsystems 1 ist eine Reihe von Luftaustrittséffnungen 3 in eine Planflache 4 eingebracht.
Dabei liegt die Planflache 4 in gleicher Héhe wie die Ebene, auf der die Halbleiterscheiben 2 auf dem Transportsystem 1
transportiert werden, bzw. einen geringen Betrag darunter. Der Abstand zwischen dem Transportsystem 1 und den Luftdisen
3 wird kleiner als der halbe Durchmesser der Halbleiterscheiben 2 gewahit, und zwar so, daR die Halbleiterscheiben 2 mit
Sicherheit mit ihrem Mittelpunkt Uber die Reihe der Luftaustrittséffnungen 3 geschoben werden.
In einem annéhernd gleichen Abstand, wie der oben Genannte ist die Drehachse 5 einer Antriebsrolle 6 parallel zur Reihe der
Luftaustrittséffnungen 3 angeordnet. Die Antriebsrolle 6 ist auf inrem Umfang mit einem Gummiring 7 oder einem Ring aus
ahnlichem elastischen Material versehen, so daB eine ballige Umfangsflache der Antriebsrolle 6 entsteht.
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Ebenfalls auf einer parallelen Linie zur Reihe der Luftaustrittsdffnungen 3 im gleichen Abstand, wie die Drehachse 5 der
Antriebsrolle 6 zu diesen sind Anschlagspunkte 8 von zwei Hauptanschlégen 9 angeordnet. Da in der Regel Halbleiterscheiben

2 mit Fasenanschnitten Verwendung finden, wird zur sicheren Funktion der erfindungsgeméBen Vorrichtung die Anordnung

von zwei weiteren Anschlagen 10 vorgesehen. : B e e

Die Anschlagspunkte 8 der Hauptanschiage 9 und ebenfalls die nicht naher bezeichneten Anschlagspunkte der Anschlége 10
liegen dabei auf einem gemeinsamen Kreisbogen vom Durchmesser der Halbleiterscheibe 2. Die Anschlagspunkte 8 der
Hauptanschlage 9 haben dabei einen Abstand voneinander, der nicht groRer als der Durchmesser der Halbleiterscheibe 2 ist.
Die Reihe der Luftaustrittsdffnungen 3, die Hauptanschlége 9 und die Anschlége 10liegen symmetrisch zur gedachten Mittellinie
der Transporteinrichtung 1 und die Antriebsrolle 6 auf dieser Mittellinie.

Die Funktion der erfindungsgeméaRen Vorrichtung ist in Fig.3 dargestellt.

In der Transportlage | wird die Halbleiterscheibe 2 Uber die Luftaustrittséffnungen 3 geschoben. Durch die austretende Luft
wird dabei zwischen Halbleiterscheibe 2 und Planfliche 4 ein Luftpolster 11 gebildet. Durch die linienférmige Aneinanderreihung
der Luftaustrittséffnungen 3 wirkt dieses Luftpolster 11 als Kipplager.

Wird die Halbleiterscheibe 2 durch das Transportsystem 1 weitergeschoben, bis deren Mittelpunkt Gber die
Luftaustrittsdffnungen 3 hinausgeschoben wird, wird die Transportlage Il erreicht. Dabei kippt die Halbleiterscheibe 2 auf dem
Luftpolster 11 unter Einwirkung der Schwerkraft.

Dabei 18st sich die Halbleiterscheibe 2 vom Transportsystem 1 reibungsfrei und wird von der rotierenden Antriebsrolle 6 in
Transportrichtung weitergezogen.

Liegt die Halbleiterscheibe 2 aufermittig, erreicht diese einen Anschlagspunkt 8 und wird durch das dabei wirkende
Drehmoment zwischen Anschlagspunkt 8 und Beriihrungspunkt mit dem Gummiring 7 in die Transportlage il eingeschwenkt.
Beriihrt die Halbleiterscheibe 2 mindestens drei der Anschlage 9, 10, ist der Transportvorgang abgeschlossen. Dabei wird ein
nicht ndher dargesteliter Sensor aktiviert, der den Antrieb der Antriebsrolle 6 und die Luftzufuhr zu den Luftaustrittséffnungen
3 abschaltet. :
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